Que la puissance
de calcul soit avec vous !
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Densité

De 2017 a 2022, la puissance
moyenne par rack est passée
de 5kW a 8-10kW*,

*Source: CoreSite

13%
10-19 kW/rack

*16%
/ 20-29 kW/rack (5%)
30-39 kW/rack (6%)

40-49 kW/rack (2%)
50 + kW/rack (3%)
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Technologies de refroidissement
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Row-based cooling with containment

Perimeter CRAC, raised floor, containment
Perimeter CRAC or AHU |
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Technologies de.refr0|d|ssement Y.

> Reégime d’eau glacee (~17°C).

» Systeme fiable et éprouveé.

» Utilisation de compresseurs.

» Echangeur air/liquide.

» Puissance maximum par rack:
30kW.

Source:"UpSite
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Technologies de refroidissement \
® Liquid cooling O |

Indirect Liquid Cooling (ILC) Direct Liquid Cooling (DLC)
B T T T T \\ —————————————— =
/s N /s _—
// > Contact indirect entre le fluide et les \ » Contact direct entre le fluide et les

sources de chaleur. ources de chaleur.

» Echangeur air/liquide.
» Systeme actif ou passif.
» Jusqu’a 75kW/rack en mode actif.
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Technologies de refroid%‘sement

ITE fan Cold plate

Direct-to-chip

\ Motherboard /

IT chassis

Servers are

pulled up Single phase
dielectric coolant

Immersion

Motherboards Pump or Heat

convection exchanger

Tub

Water circuit

Fluid cooler,
CDU, or other
heat exchanger

Fluid cooler,
CDU, or other
heat exchanger

Source: Schneider



Technologies de refroid%sment N a\
® DLC

> Reégime d’eau chaude (~40°C).

» Au plus proche de la source de
chaleur (CPU/GPU).

» Meilleure conductivite thermique.

» Jusqu’a 80% de la chaleur récupérée
par I’eau (100% dans le cas
Immersion).

» Réduction du footprint infra.

Source: Samtec



Direct-to-chip (D2C)
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Direct-to-chip (D.2C) "

® Cooling Distribution Unit(CDU)

» Transfert de chaleur entre charge IT et Infrastructure 0l m

DC (Dry Cooler) = Echangeur liquide/liquide.

» Pompes, variateurs, échangeur, vannes, controleurs

et sondes internes. J
» Automatisme interne intelligent de type PLC

(Programmable Logic Controller): consommation, | i ‘

pression, débit et température + IHM (Interface

Homme Machine).

i
» Disponible In-Rack et In-Row. < ,

e
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Direct-to-chip (D2C)
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Direct-to-chip (D2C)

_ ®
® Manifold

» Assure la distribution du liguide du CDU jusqu’au
cold plates (CPU/GPU).

> 1x Inlet ( ) et 1x ( ) =2 redondance possible.

» Connexion rapide et anti-fuite.

» Flexibilite de rackage d’équipements.

Source: Gygabite Source: CoollT
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Direct-to-chip (D2C)

@
® Cold plates

» Interface thermique entre les sources de chaleur (
et le CDU.

» Reésistance thermique réduite.

> Perte de pression réduite.

» Adaptabilité a un grand nombre de serveurs.

SqQurce: CNET

So

. Rittal



Pourquoi le DLC dans un\data center \
COLO ?

—® Peak performance

réseau de chaleur urbain.

\—o Solution hybride Réduction footprint ®

Retrofit DC Legacy Densification

Confort.salle IT

/' Efficacité energétique Pollution sonare réduite

PUE amélioré Température maitrisée

Moins de ventilateurs
Meilleures propriétés thermiques




« Direct Liquid Cooling ready » by Teleh‘m@ o

> REFROIDISSEMENT
Liquide

» TECHNOLOGIE
D2C (Direct-to-chip)

> HAUTE DENSITE
Jusqu’a 100kW/rack

> TYPE D’HEBERGEMENT
Salle blanche

» PUISSANCE DISPONIBLE
1MW




« Direct Liquid Cooli

g ready » by Teleh'buﬁ

»> Architecture de type Tier Ill assurant la continuité de servi
» PUE < 1,2 des 80% de charge IT.

» WUE proche de O grace au design « closed-loop ».

» Suivi et traitement de I'eau (adoucisseur/osmoseur).

» Dissociation physique des réseaux hydrauligues et éleciiques.

» Monitoring des conditions environnementales et du PUE.




Des guestions ?
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